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1.产品介绍

1.1产品概述

HR-SMC1305是由本公司专业数控团队为焊锡机行业量身定做的低成本、高浓缩、高集成度的智能焊

锡机控制系统。完善的焊锡工艺设置，满足不同的加工需求，广泛应用在多轴全自动焬锡机领域。

1.2功能简介

1、显示屏采用 320*240高分辨率彩屏、全中文操作界面，易学易用。

2、完善的焊锡工艺设置，具有点焊与拖焊等焊接；供锡速度可根据工作速度自动调整。

3、具有斜角进枪功能，可任意设置进枪角度。

4、具有抖锡功能（水平，垂直），提高焊接品质。

5、完善的清洗功能，包括定次清洗或指定位置清洗，清洗完毕后可设置锡量补偿。

6、支持双MARK点对位功能，用来修正工件因摆放的角度和位置偏差而引起的误差。

7、具有跳选功能，能同时选中不连续的多条指令。

8、具有指令移动功能，能将已编辑的指令移到目标位置。

9、具有区域阵列复制，平移运算，批量编辑，单步、全自动及循环运行，I/O输入输出等功能。

10、具有自动执行功能、自动复位、产量设定、加工时间计时器等功能，满足不同应用需求。

11、动作参数编辑完毕，通过串口将动作参数下载到控制器中，即可脱机、独立运行；也可将动作参数保

存到手持盒中，方便调用；并能进行设备间的图形拷贝及保存。

12、手持盒可存储数百个加工文件，每个文件可支持 8000条指令，使用时调出即可。

13、硬件上具备 4个枪通道控制、4路通用输出、8路输入、12路高速脉冲输出。

14、每条动作指令都有独立的出锡时间、回锡时间、上抬高度，灵活的批量修改等功能，能快速提高编辑

效率。

1.3功能特性

1.3.1控制器硬件特性

电机轴数：5轴（XYZRB）
脉冲频率：200K
IO口数量：8路专用输入(XYZR原点、启动/暂停、暂停、复位/急停按钮)，4路专用胶枪输出(4个胶枪开

关控制，直接驱动电磁阀，驱动电流 2A)。4路通用 I /O输出，4路通用 I /O输入，12路高速

“NPN集电极开路”5-24VDC输出，额定电流 0.5A。
IO输入类型：光藕隔离输入。

存储容量：16M
接口方式：DB44接口

工作电压：24V DC，
工作温度：-10-60℃
储存温度：-40℃-70℃
工作湿度：40％-80%
储存湿度：0%-95%

1.3.2 手持盒硬件特性

接口方式：配备 USB接口和串口，USB口用于连接电脑，此功能暂时保留。串口用来连接手持盒。

存储方式：FLASH芯片。
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显示配置：分辨率 320*240，3.2寸彩色液晶屏。

1.4产品列表

配件名称 类型 数量 简介

手持盒 必配 1 操作示教盒

控制器 必配 1 运动控制器

数据线 必配 1 连接线

延长线 必配 1 控制器串口延长线

2.按键说明

2.1手持盒按键图

2.2手持盒按键说明
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按键外观图形 名称 功能

功能键 不同的画面显示不同的操作键。

确认键 对数据，修改参数，保存等确定按键。

方向键

XYZR 方向键可控制 4轴的前后左右升

降旋转等运动 。

〈MOVE〉定位键：用于设备手动找点和

对针操作。

数字和字母键
字母，数字和点输入。“#”切换输入

法。

启动/下载键
下载动作指令到控制器中，启动机器运

行。

暂停键 暂停当前机器运行。

复位键 指设备复位到原点。

多功能键 不同画面不同功能。

多功能键 不同画面不同功能。
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多功能键 不同画面不同功能。

多功能键 不同画面不同功能。

清除键
清除修改的错误参数，数值。清除文件

和指令。产量清 0。

      警告
    操作本手持盒时，必须在断电的情况下插
 拔串口 线，以免烧坏控制器和手持盒。连接

！

3.手持盒操作说明

3.1 开机画面介绍

上电后手持盒自动跳转自开机画面-当前工作画面，如下图所示：

五轴焊锡机系统 加工时间 00:00:00

加工文件

工作状态

工作方式

加工数量

设定产量

工作速度

菜单 编辑

X
Y
Z

123

停机

自动

1000

2000

50 %

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

移动

R 0.000 

F1:
F
F
F

点动出锡
2:点动出气
3:清    洗
4:批量修改

加工文件：指加工文件名；

工作状态：指机器的当前工作状态；分为“停机、暂停、运行”三种状态；

工作方式：指机器的运行方式；分为“手动运行、自动循环运行”两种模式；

加工数量：指机器运行已完成的产量；当加工数量=设定产量时，表示机器已完成加工数量，并停机；

设定产量：指机器运行预设产量；

工作速度：指设备运行过程的速度，即涂胶的轨迹速度。此速度为指令编辑时设定速度的百分比，范围在

0～100%；在此画面下直接按方向键“Y”键可提高或降低工作速度百分比，按“Z”键则以 10为单位提

高或降低工作速度百分比。但不可实时修改工作速度，修改此速度后，第二次运行才有效。

X：指机器 X轴的当前坐标；

Y：指机器 Y轴的当前坐标；

Z：指机器 Z轴的当前坐标；
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F1～F4：为快捷操作。

按“菜单”进入“主菜单”面画。详见 4.2介绍。

主菜单

1 打开文件

2 新建文件

3 编辑文件

4 保存文件

5 删除文件

选择 返回

6 下载数据

7 上传数据

8 系    统

9 选    项

0 帮    助

按“移动”可直接移动设备；如图所示：

五轴焊锡机系统 加工时间 00:00:00

加工文件

工作状态

工作方式

加工数量

设定产量

工作速度

菜单 编辑

X
Y
Z

123

停机

自动

1000

2000

50 %

0.000 mm
0.000 mm
0.000 mm

移动

R 0.000 

X mm：150.000   

Y mm：100.200   

Z mm：30.580    

移动设备

R：30.580    

3 高速1 低速 2 中速

按“编辑”进入指令示教对话框(注：1、如手持盒中无文件，按“编辑”则是新建文件，操作方法同新建

文件一样。2、如手持盒中已有文件，按“编辑”则是进入指令列表对话框，可查看及编辑指令。)；
1、当控制器中没有文件时，按“编辑”是新建一个文件；系统会自动提示以下对话框：

是( )OK 否( )NO

提示！

是否复位设备?

“左功能键”为是，“右功能键”为否；选择后系统会自动弹出文件保存对话框，输入文件名按保存

后会进入指令示教编辑对话框(“#”键为数字和字母切换键。)，在此画面示教的指令会自动保存在刚刚输

入的文件下。如图所示：
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保存对话框 abc

选择 返回保存

请输入文件名 hanxi.QZ

指令列表

操作 返回参数编辑

序号 类型

1单  点 2直  线 3圆  弧

4路径点 5清  洗 6更  多

( 跳选 2单步 3全选 4多选)F1 F F F

图形预览区

在指令列表对话框下，按数字键 1～5可编辑图中对应的图形元素，更多图形选择按数字键 6进入。

如下图所示:

选择指令类型

选择 返回

1 单   点

2 直   线

3 圆   弧

5路 径 点
6延    时

7  MARK

4输入输出

8清    洗

9暂    停

2、当控制器中有文件时，按“编辑”则是进入指令列表对话框，以便修改及编辑参数等操作。如图所示：

指令列表

操作 返回参数编辑

序号 类型

1单  点 2直  线 3圆  弧

4路径点 5清  洗 6更  多

( 1跳选 2单步 3全选 4多选)F F F F

图形预览区

0001 单点单点

0002 单点

键盘左键“X键”可跳至当前列表的第一条指令，右键“X键”可跳至当前列表的最后一条指令；

键盘上键“Y键”可上移当前指令，下键“Y键”可下移当前指令；多选时，Y键为选中指令方向键。

键盘上键“Z键”可翻页至上一页指令列表，下键“Z键”可翻页至下一页指令列表；

键盘上键“R键”可放大图形文件，下键“R键”可缩小图形文件；

“
CLR

”键可清除列表中选中的指令；

键盘“MOVE”键可直接对选中的指令坐标进行编辑与修改（不自动定位到选中的指令坐标）；

键盘“#”键则是用于对选中的点进行对针操作，对针编移后此文件所有的指令都作相应偏移。
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在此画面下：

“F1”为跳选功能，可选择不连续的指令（间断的指令）进行参数编辑。

方法：选中一条目标指令，然后按 F1，该条指令的序号位置变色即选中成功，选中第二条目标指令，

然后按 F1，依此方法，即可跳动选择所有目标指令进行参数编辑。取消跳选可以 F1（单条取消）或 F4（全

部取消）

“F3”为选择所有指令(即全选)，
“F4”为选择某一段指令(即多选)，有光标提示。

然后按“操作”可对选择的指令进行复制指令、阵列复制、偏移操作、批量修改、自动圆角等操作。

1. 复制指令：是指复制选中的指令；

2. 阵列复制：是指用于矩阵复制选中的指令；

3. 偏移操作：是指偏移选中的动作指令，把坐标偏移指定的数值；

4. 批量修改：是指批量修改某项参数，提高编辑效率；

5. 类型批量修改：是指对一个文件下的同一指令类型进行批量修改；

6. 插入指令：是指在选中的指令前面插入指令；

在此画面下，当光标只选中一条指令时，接“参数编辑”进入如下对话框，即可对当前指令进行参数

修改，当改变任何一个或几个参数后，会自动弹出“保存”键，保存后则参数修改成功。如图所示：

指令列表

序号 类型

( 1帮助                     )F

0001 单  点
0002 单  点

0003

0004

0005

0006

单  点

直  线

直  线

直  线

返回

预热出锡

二段送锡

三段送锡

预热时间

进枪高度

三段延时

二段延时

上抬高度

预热速度 10.03.0 mm

2.0mm

3.0 mm

0.5s

0.5 s

0.5 s

10.0 mm

10.0 mm

二段速度 10.0

三段速度 10.0

抖锡工艺无

坐标X

坐标Y

坐标Z

坐标R

21.000

50.000

60.000

60.000

指令列表

序号 类型

( 1帮助                     )F

0001 单  点
0002 单  点

0003

0004

0005

0006

单  点

直  线

直  线

直  线

返回保存

预热出锡

二段送锡

三段送锡

预热时间

进枪高度

三段延时

二段延时

上抬高度

预热速度 10.05 mm.0

2.0mm

3.0 mm

0.5 s

0.5 s

0.5 s

10.0 mm

10.0 mm

二段速度 10.0

三段速度 10.0

抖锡工艺无

坐标X

坐标Y

坐标Z

坐标R

21.000

50.000

60.000

60.000

“预热出锡”：指预先出锡到烙铁头上；

“二段送锡”：指第二段的送锡量；（通常拖焊时会用到第二段送锡，点焊时第二段可设为 0）。
“三段送锡”：指第三段的送锡量；（通常指速段拖焊时的用锡量，点焊时指点焊的锡量）。

“预热时间”：指烙铁头接触被焊点后延时的时间。

“二段延时”：指第二段出锡之后在当前位置等待的时间。

“三段延时”：指第三段出锡之后在当前位置等待的时间。

“进枪高度”：指斜着进枪时焊枪与焊点之间的工作距离。

“上抬高度”：指焊接完毕后焊枪上抬的高度。

“预热速度”：指预热出锡时的速度。

“二段速度”：指第二段出锡时的速度。

“三段速度”：指第三段出锡时的速度。

“抖锡工艺”：有两种选择：水平抖动和垂直抖动。

当光标选中两条及两条以上的指令时（即多选或全选时），“参数编辑”会变为“批量修改”，可

对选中的多条指令进行快速批量修改。如图所示：
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指令列表

操作 返回批量编辑

序号 类型

1单  点 2直  线 3圆  弧

4路径点 5清  洗 6更  多

( 1跳选 2单步 3全选 4多选)F F F F

图形预览区

0001 单点

0002 单点

0003 直线

选择批量编辑对象

1 预热出锡

选择 返回

9 三段速度

10进枪高度

11上抬高度

12 轴坐标X

13 轴坐标Y

14 轴坐标Z

15 轴坐标R

1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡

2 二段送锡

4 预热时间

1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡3 三段送锡

5 二段延时

6 三段延时

7 预热速度

8 二段速度 16抖锡工艺

3.2 主菜单功能介绍

按菜单键进入“主菜单”画面，如下图所示：

主菜单

1 打开文件

2 新建文件

3 编辑文件

4 保存文件

5 删除文件

选择 返回

6 下载数据

7 上传数据

8 系    统

9 选    项

0 帮    助

3.2.1“打开文件”菜单

指打开 SD卡里现有的动作文件；按“选择或确认”键即可打开当前选择的文件列表，如下图打开

文件所示：

文件列表(打开操作）

选择 返回

（000） 文件1. QZ
（001） 文件2. QZ

（002） 文件3.QZ

（003） 文件4. QZ

（004） 文件5. QZ
（005） 文件6. QZ
（006） 文件7. QZ
（007） 文件8. QZ
（008） 文件9. QZ

选择打开文件时，会提示是否下载程序，“下载”表示将此文件指令下载到控制器中。如图所示：
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文件列表(打开操作）

选择 返回

（000） 文件1.QZ
（001） 文件2.QZ
（002） 文件3.QZ

（003） 文件4.QZ
（004） 文件5.QZ
（005） 文件6.QZ
（006） 文件7.QZ
（007） 文件8. QZ
（008） 文件9.QZ

是( )OK 否( )NO

提示！

是否下载程序

选择“是”，下载完成后会直接跳至开机画面下；

选择“否”，会跳至指令列表对话框下，即显示该文件中的所有指令，如图所示：

指令列表

操作 返回参数编辑

序号 类型

1单  点 2直  线 3圆  弧

4路径点 5清  洗 6更  多

( 1跳选 2单步 3全选 4多选)F F F F

图形预览区

0001 单点单点

0002 单点

3.2.2“新建文件”菜单

指新建一个动作文件；按“确认键”后提示“是否复位设备”，选择是否复位后会提示文件保存对话

框，输入文件名后则进入指令编辑对话框，如下图所示：

指令列表

操作 返回参数编辑

序号 类型

1单  点 2直  线 3圆  弧

4路径点 5清  洗 6更  多

( 跳选 2单步 3全选 4多选)F1 F F F

图形预览区

在此面面下可新增需要的图形指令，按数字键 1～5 可编辑图中对应的图形元素，更多图形选择按数

字键 6进入。操作同 4.1介绍。

3.2.3“编辑文件”菜单

指对控制器中已打开的文件进行编辑操作，同 4.1介绍。如图所示：
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指令列表

操作 返回参数编辑

序号 类型

1单  点 2直  线 3圆  弧

4路径点 5清  洗 6更  多

( 1跳选 2单步 3全选 4多选)F F F F

图形预览区

0001 单点单点

0002 单点

3.2.4“另存文件”菜单

将已打开的文件另存一个文件，输入文件名后，按“确认”键即文件保存成功；文件名可为数字和

英文，“#”键可切换输入法，如下图所示：

保存对话框 abc

选择 返回保存

请输入文件名 hanxi.QZ

3.2.5“删除文件”菜单

删除已存在的文件名，按“选择”或“确认”键即文件删除成功；如下图所示：选择要删除的文件

名，按“选择”或“确认”键即文件删除成功。

文件列表(删除操作）

选择 返回

（000） 文件1. QZ
（001） 文件2. QZ

（002） 文件3.QZ

（003） 文件4. QZ

（004） 文件5. QZ
（005） 文件6. QZ
（006） 文件7. QZ
（007） 文件8. QZ
（008） 文件9. QZ

3.2.6“下载数据”菜单

指下载文件到设备的控制器中；如下图所示：
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主菜单

1 打开文件

2 新建文件

3 编辑文件

4 保存文件

5 删除文件

选择 返回

6 下载数据

7 上传数据

8 系    统

9 选    项

0 帮    助

下载等待

0 %

3.2.7“上传数据”菜单

指从设备的控制器读取文件到手持盒中；

3.2.8“系 统”菜单

指设备参数；

包括：复位速度、最高速度、加速度、拐角加速度、用户密码、开机复位、手动加速度、手动速度、

空移顺滑度、X轴脉冲当量、Y轴脉冲当量、Z轴脉冲当量、R轴脉冲当量、B轴脉冲当量、X
轴行程、Y轴行程、Z轴行程、R轴行程、B轴行程、设备原点方向设置。详见 4.11介绍

设备参数

下一页

复位速度 100

 起步速度 500

加 速 度 3000

拐角加速度 15000

  用户密码 1234

开机复位 复位

 返 回 保  存

1/3页

手动加速度

手动速度

Z轴脉冲当量

2000

50

50空移顺滑度

设备参数

上一页 保  存

2/3页

X轴行程

Y轴行程

300 mm
300 mm

Z轴行程 100 mm

X轴脉冲当量

Y轴脉冲当量

Z轴脉冲当量

0.0070

0.0070

0.0070Z轴脉冲当量

下一页

R轴行程 100

B轴行程 100 mm
R轴脉冲当量

Z轴脉冲当量

0.0070

0.0070B轴脉冲当量

前 后。

设备原点方向设置

X轴原点

Y轴原点

Z轴原点

左 右。

上 下。

3/3页

上一页 保  存 下一页

R轴原点 顺 逆。

3.2.9“选 项”菜单

指调节机器的工作模式；

包括：执行方式、复位方式、产量设定、默认参数、停机位置、清洗功能、空移速度等；详见 4.12-4.19
介绍。
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3.2.10“帮 助”菜单

指控制器的版本型号，以及检测控制器的 IO口状态，恢复默认参数设置。

3.3新增功能操作

3.3.1例新增“点”

孤立点1

孤立点2

孤立点3

孤立点4

孤立点(又名单点)

按数字键 1 直接进行点坐标教导，点的坐标可以通过方向键来移动 “左 X 键”X 轴左移、“右 X
键”X轴右移，“上 Y键”Y轴上移、“下 Y键”Y轴下移，“上 Z键”Z轴上移、“下 Z键”Z
轴下移。“R键”R轴角度移动。按“确认”键新增指令成功。退出教导，直接按“返回”键，如图所示：

指令列表

序号 类型 I/0 X Y Z

1单  点 2多段线 3曲  线

4圆  弧 5整  圆 6更  多

( 1帮助 2单步 3全选 4多选)F F F F

图形预览区

点坐标

X：150.000   mm
Y：100.200   mm
Z：30.580    mm

1 低速 2 中速 3 高速

点坐标(方向键移动坐标)

X：0.000   mm
Y：0.000   mm
Z：0.000    mm

1 低速 2 中速 3 高速

取消确定确定

指令列表

操作 返回参数编辑

序号 类型

1单  点 2直  线 3路径点

4圆  弧 5清  洗 6更  多

( 1帮助 2单步 3全选 4多选)F F F F

图形预览区

0001 单点单点

0002 单点

3.3.2例新增“直线”

起點

終點

孤立空間直線(又名直綫)
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按数字键 2，先编辑直线的起点坐标，按确认键；再编辑直线的终点坐标，再按确认键，则直线指令

编辑完成。编辑方法同“点”坐标相同。

指令列表

确定 返回

序号 类型

1单  点 2直  线 3路径点

4圆  弧 5清  洗 6更  多

( 1帮助 2单步 3全选 4多选)F F F F

图形预览区

X mm：150.000   

Y mm：100.200   

Z mm：30.580    

起点(方向键移动坐标)

R：30.580    

3 高速1 低速 2 中速

指令列表

确定 返回

序号 类型

1单  点 2直  线 3路径点

4圆  弧 5清  洗 6更  多

( 1帮助 2单步 3全选 4多选)F F F F

图形预览区

X mm：100.000   

Y mm：200.200   

Z mm：30.580    

终点(方向键移动坐标)

R：30.580    

3 高速1 低速 2 中速

3.3.3例新增“圆弧”

起点

中间点终点

圆弧

按数字键 3，进入圆弧指令编辑，首先编辑圆弧的起点坐标，再编辑圆弧的中间点坐标，最后编辑圆

弧的终点坐标，编辑方法同“点”编辑方法相同。

3.3.4 输入 输出

“等待输入”：是指等待指定的端口变为低电平后，程序往下执后；

“I/0开启”：是指执行到此输出指令时，开启指定的 IO端口（低电平输出）；

“I/0关闭”：是指执行到此输出指令时，关闭指定的 IO端口（高电平输出）；

3.3.5例新增“路径点”

路径点：指所有轴一起执行到指定点；

3.3.6例新增“延时”

“延时”是指在指令与指令之间增加的延时功能。

3.3.7例新增“MARK”

“MARK”点即为标记点，用于治具上标记点的定位操作。此功能分为：单MARK点定位和双MARK点

定位；

①单MARK点定位：

此定位点必须为指令列表的第一条指令。在指令列表对话框中按 6更多加入MARK点。

编辑此点的坐标仅用于定位操作，下载程序后不执行此操作。在“开机画面”状态下按“MOVE”键，

焊枪会自动指向第一条指令（即标记点上）。



深圳市华仁电子设备有限公司

第 16 页 共 26 页

②双MARK点定位：

在指令列表中需加入两个MARK点，尽量选择治具上距离较远的两个明显标记点作为MARK点，这

两个 MARK 点会自动显示在指令列表的第一条和第二条位置（在编辑指令前或编完指令后加入这两个

MARK点均可），在指令列表对话框中按“6更多”加入MARK点。

编辑此两点的坐标仅用于定位操作，下载程序后不执行此操作。在“开机画面”状态下按“MOVE”键，

焊枪会自动指向第一个MARK点，并弹出“Z轴是否下降”，请根据实际需要选择，此时定位好坐标后按

确定，焊枪会自动指向第二个MARK点，操作同第一个MARK点操作方法相同。

双MARK点定位可以修正工件因摆放的角度和位置偏差而引起的误差

3.3.8例新增“清洗”

在指令中编辑清洗点，程序执行到清洗指令时做清洗动作。

3.3.9例新增“暂停”

“暂停”是指在指令与指令之间增加的暂停功能，暂停后需按启动键才会再次执行。

3.4 删除指令

在“指令列表”对话框中，直接按键盘中的“
CLR

”键，即可删除选中的当前指令。F4 键可同时删

除多条指令，

3.5复制指令操作

“复制指令”用于复制选中的指令，通常用于矩阵复制。Y键选择要复制的单条指令，F3为选择要

复制的全部指令，F4为选择要复制的多条指令。

选择完要复制的指令后，按“操作”进入“复制指令”对话框，如图所示：

复制操作

确认 返回

X

Y

Z

复制数量

0.000  mm

1

0.000  mm

0.000  mm

方法一：输入要复制的数量，如果知道要复制的指令坐标之间的距离，可直接输入“X”“Y”“Z”的

坐标间距（即坐标与坐标之间的距离），按“确认”键则复制完成。

方法二：输入要复制的数量，如果不知道要复制的指令坐标之间的距离，，则不用输入“X”“Y”“Z”
的坐标间距，然后按“定位”键，通过方向键将设备移动到要复制的最后图形的起始点上，按“确认”键，

系统将自动按照相隔距离和复制数量计算其分布间隔。
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3.6阵列复制操作（三维阵列复制）

方向键 Y 键选择要复制的单条指令，F3为选择要复制的全部指令，F4为选择要复制的多条指令。选

择要复制的指令后，按“操作”进入“阵列复制”对话框，如图所示：

阵列复制操作

确定 返回

0.000 mm

0.000 mm

1

1

。

    方向间距Y

    方向间距X

    方向数量Y

    方向数量X

路径方式

参考点
A

B

1
1

方法一：输入要要阵列复制 X 方向数量和 Y方向数量，然后按“MOVE”键移动到 X方向最后一点（也

就是图中的 A 点），按“确认”；再移动到 Y 方向最后一点（也就是图中的 B 点）按确认；即可自动计算

间距。一定要先输入复制数量。 路径方式：运行轨迹选择。

方法二：输入要要阵列复制的 X 方向数量和 Y 方向数量，然后输入要阵列复制的 X 方向间距和 Y 方

向间距，再选择路径方式。最后按“确定”键则阵列复制完成。

3.7偏移操作

“偏移操作”用于偏移选中的动作指令，把坐标偏移指定的数值。

Y键选择要偏移的单条指令，F3为选择要偏移的全部指令，F4为选择要偏移的多条指令。选择要偏移的

指令后，按“操作”进入“偏移操作”对话框，如图所示：

偏移操作

确定 返回

0.000  mm

0.000  mm

0.000  mm

X轴

Y轴

Z轴

方法一：输入要偏移的具体数据，按确定即可完成偏移操作。

方法二：不知道要偏移的具体数据时，也可以通过“定位”键来移动要偏移的数据。按“定位”键，

通过方向键将设备移动到要偏移的坐标上，然后按“确定”键即完成偏移操作。

3.8批量修改

“批量修改”用于批量修改某项参数，提高编辑效率。
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具体操作如下：F3为选择全部指令，F4为选择多条指令。按“批量修改”进入如下对话框：

选择批量编辑对象

1 预热出锡

选择 返回

9 三段速度

10进枪高度

11上抬高度

12 轴坐标X

13 轴坐标Y

14 轴坐标Z

15 轴坐标R

1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡

2 二段送锡

4 预热时间

1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡1 预热出锡3 三段送锡

5 二段延时

6 三段延时

7 预热速度

8 二段速度 16抖锡工艺

选择要修改的参数一一进行修改，修改好后按“确认”键即完成修改动作。

3.9类型批量修改

“类型批量修改”用于对一个文件下的同一指令类型进行批量修改。如对一个文件下的所有“点”

进行批量修改。

操作方法：在指令列表对话框中，当光标指向哪种类型，按“操作”-进入“类型批量修改”，则对

此文件下同一种类型指令进行全部修改。如要对所有“单点”进行批量修改。则光标指向任一单点，进入

“类型批量修改”中的某项参数，则对此文件下的所有“单点”进行了参数修改。

3.10插入指令

“插入指令”是指插入到选中的指令的上一行。方法和新增指令相同。

3.11系统

“设备参数”是设置设备各轴的脉冲当量即行程范围、回原点速度、加速度等参数；

按“系统”弹出密码对话框，密码：1234，如图所示：

主菜单

1 打开文件

2 新建文件

3 编辑文件

4 保存文件

5 删除文件

选择 返回

6 下载数据

7 上传数据

8 系    统

9 选    项

0 帮    助

用户权限

请输入密码:

****

3.11.1设备参数

输入密码进入设备参数对话框，如图所示：
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设备参数

下一页

复位速度 100

 起步速度 500

加 速 度 3000

拐角加速度 15000

  用户密码 1234

开机复位 复位

 返 回 保  存

1/3页

手动加速度

手动速度

Z轴脉冲当量

2000

50

50空移顺滑度

“复位速度”：是指设备复位时的速度，按数字键输入速度，范围为 10～100，单位 mm/s。
“最高速度”：是指限制设备最高运行速度，按数字键输入，通常为 500，单位 mm/s。
“加 速 度”：是指设备加速度大小，按数字键输入，通常为 2000左右，单位 mm/s2。
“拐角加速度”是指设备拐角加速度，按数字键输入，通常设定为加速度的 1～5倍，单位 mm/s2。
“用户密码”：为进入系统的密码，数字键有效，保存则密码设置成功。

“开机复位”是指设备复位的轴通道，方向键 X选择。

“手动加速度”：指手动移动设备时的加速度，单位 mm/s2；通常设定在 500～3000内；

“手动速度”：指手动移动设备时的速度，单位 mm/s，通常设定在 10~100内；

“空移顺滑度”：指空移时圆弧过渡的半径，单位 mm，通常设定在 0～50内；

3.11.2脉冲当量及行程

设备参数

上一页 保  存

2/3页

X轴行程

Y轴行程

300 mm
300 mm

Z轴行程 100 mm

X轴脉冲当量

Y轴脉冲当量

Z轴脉冲当量

0.0070

0.0070

0.0070Z轴脉冲当量

下一页

R轴行程 100

B轴行程 100 mm
R轴脉冲当量

Z轴脉冲当量

0.0070

0.0070B轴脉冲当量

“行程”：是指设备的实际工作行程，单位 mm；R轴行程的单位是度。

“脉冲当量”是指指一个脉冲移动的距离，单位 mm；

X轴，Y 轴，Z 轴的脉冲当量详见脉冲当量软件计算器；

R轴脉冲当量=360°÷相应驱动器的脉冲数；

B轴脉冲当量=送锡轮的周长÷相应驱动器的脉冲数；
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3.11.3设备原点方向设置

“设备原点方向设置”：指根据机器的原点设置原点，目的是为了让手持盒的方向键与机器移动的方向保

持一致，方便教导操作，如图所示：

前 后。

设备原点方向设置

X轴原点

Y轴原点

Z轴原点

左 右。

上 下。

3/3页

上一页 保  存 下一页

R轴原点 顺 逆。

3.12执行方式操作

“执行方式”用于设置自动工作模式或手动工作模式。自动执行模式即所有动作指令执行完毕后，延时指

定的时间后再自动执行。手动模式即执行完所有指令后停止，如果要再继续启动需重新按下

启动按钮。

“执行方式”在“选项”对话框中，如图：当选中“手动”即为手动模式，选中“自动”即为自动模式。

设定为“自动”模式后，第一次启动需手动启动。注意：在改变执行方式时需先让设备复位。

不要在设备工作过程中改变执行方式。

“间隔时间”是指延时指定的时间，在“自动”模式有效。

“重复执行退枪”是指是否在执行第一条指令前将焊枪退至 Z轴原点位置后在开始执行动作。
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执行方式

执行方式

间隔时间

重复执行上抬

确定 返回

。手动 自动。

0.01S

。 是 否

《重复执行上抬》提示！
意思是指：是否在执行第一条指令前将焊
枪退至 轴原点位置后在开始执行动作！Z

3.13复位方式操作

“复位方式”用于设定设备是否在所有指令执行完毕后自动复位，保证坐标零点的绝对位置，以便消除设

备丢步产生错位现象。

“复位方式”在“选项”对话框中，首先输入复位坐标值（接近于原点坐标的近似坐标值），通常是 1～2mm,
然后输入复位速度，复位次数是指设备运行多少次后才需要复位操作（当复位次数为 0时，

设备不会自动复位），按“确认”键即完成复位设定操作。

此动作是指设备运行完后以设定的复位速度高速运行到复位坐标后，再回点设备原点处。

注意：在改变复位方式时需先让设备复位。不要在设备工作过程中改变复位方式。

复位选项

确定 返回

自动复位

0.001  mm

0     次

0.001  mm

0.001  mm

X轴

Y轴

Z轴

复位坐标

0.001  R轴

3.14产量设定

“产量设定”用于设定工作的次数即（产量），当已产量达到预产量时设备停止工作。并提示产量已完成。

当预产量设置为 0时，将无次数限制，不会因产量而停机。

当产量完成导致设备停机后，将已产量直接清零，用来清除设备内部的产量计数器。否则将一直累加，即

使更换了不同的产品指令，计数器也不会清零。
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产量设定

预产量

已产量

确定 返回

<提示>

提示1:当已产量大于等于预产量时设备停机
提示2:当预产量设定为0时，则产量无限制

0

100

3.15默认参数

“默认参数”用于设置一些动作指令的默认参数，当“新增”和“插入”动作时，我们只确定了坐标数据，

而其它的参数都来自于默认参数。

“默认参数”设置在“选项”对话框中，如图所示：

默认参数

确定 返回

预热时间

二段延时

三段延时

预热出锡

二段送锡

三段送锡

2.0   

3.0

0.5     

0.5  

1.0   

3.0   预热速度

二段速度

10.00 mm/s

10.00 mm/s

mm

mm

mm

s

s

s

三段速度

进枪高度

10.00 mm/s

10.00 mm

上抬高度10.00 mm

“预热出锡”：指预先出锡到烙铁头上；

“二段送锡”：指第二段的送锡量；（通常拖焊时会用到第二段送锡，点焊时第二段可设为 0）。
“三段送锡”：指第三段的送锡量；（通常指速段拖焊时的用锡量，点焊时指点焊的锡量）。

“预热时间”：指烙铁头接触被焊点后延时的时间。

“二段延时”：指第二段出锡之后在当前位置等待的时间。

“三段延时”：指第三段出锡之后在当前位置等待的时间。

“预热速度”：指预热出锡时的速度。

“二段速度”：指第二段出锡时的速度。

“三段速度”：指第三段出锡时的速度。

“进枪高度”：指斜着进枪时焊枪与焊点之间的工作距离。

“上抬高度”：指焊接完毕后焊枪上抬的高度。
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3.16焊接工艺

焊接工艺参数( 1帮助)F

确定 返回

30     焊枪倾角

预热出锡 不联动 联动。

0     初使角度

回锡长度 0.00  0 mm

R轴动作 。提前 联动 滞后

抖锡次数 0      次

抖锡幅度 0.00  0 mm

“焊枪倾角”：指焊枪倾斜的角度；这个倾斜的角度决定进枪的角度。

“初使角度”：指焊枪的初使角度；

“回锡长度”：指焊接完成后，每次锡枪往回缩的长度；

“抖锡次数”：指焊枪抖动的次数；

“抖锡幅度”：指焊枪抖动的幅度，以 mm 为单位；

“预热出锡”：“不联动”是指进枪之前预先加载到烙铁头上的锡量；然后再定位到焊接点。

“联 动”是指在定位到焊接点过程中同时加锡；

“R轴动作”：是指旋转轴动作的顺序；

提前：是指旋转轴优先动作，动作完成后 XY再定位；

联动：是指旋转轴跟 XY轴同时联动定位；

滞后：是指先 XY定位完成后，旋转轴再动作；

3.17停机位置

用于设置设备运行完后的停机位置。

停机位置选择

确定 返回

Z轴

停机速度

停机位置

X轴

Y轴

0.000  mm

0.000  mm

0.000  mm

0.0    %

0 停机位置提示

0-文件最后点

1-设备原点

2-指定任意点

3.18清洗功能

用于清洗烙铁头.



深圳市华仁电子设备有限公司

第 24 页 共 26 页

清洗功能选项

确定 返回

定次清洗 0    次

0.000  R轴

5 m.000  m清洗出锡

0.500  s清洗时间

Z轴 0.000  mmX轴 0.000  mm

Z轴 0.000  mm

Y轴 0.000  mm

0.0  mm补偿出锡

“定次清洗”：指焊点 N次后自动清洗（0次则不清洗）；

“清洗出锡”：指清洗时出锡的长度；

“清洗时间”：指清洗的时间；

“清洗坐标”：指清洗的坐标位置；

注：按“MOVE”键可以手动示教清洗坐标位置；

“补偿出锡”：指清洗完成后再补锡到烙铁头上，以 mm 为单位；

3.19空移速度

指设备不出锡空移时的速度，设置 XY轴的空移速度、Z轴的空移速度和 B轴空移速度。范围在 0～
1000mm/s。要改变空移速度，直接输入数值即可。

设备空移速度

确定 返回

XY轴空移速度

Z轴空移速度

300  mm s/

300  mm s/
R轴空移速度 100  /s

手动供锡速度 50   mm s/

3.20对位操作（无MARK点时）

对位操作功能：（主要用于更换烙铁头或更换治具后，坐标偏移以对准坐标）

①以第一条指令为基准对位：在开机画面下，直接按“MOVE”键，然后按方向键开始对位，焊枪

对位完成后按确定键即完成对位操作，这样所有指令都相应偏移了。

②以任何一条指令为基准对位：在“指令列表即图形预览”画面下，选中要对位的指令，按“#”键

开始对位，焊枪对位完成后按确定键即完成对位操作，这样所有指令都相应偏移了。

3.21 MARK点对位操作

①单MARK点定位：

此定位点必须为指令列表的第一条指令。在指令列表对话框中按 6更多加入MARK点。
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编辑此点的坐标仅用于定位操作，下载程序后不执行此操作。在“开机画面”状态下按“MOVE”键，

焊枪会自动指向第一条指令（即标记点上）。

②双MARK点定位：

在指令列表中需加入两个MARK点，尽量选择治具上距离较远的两个明显标记点作为MARK点，这

两个 MARK 点会自动显示在指令列表的第一条和第二条位置（在编辑指令前或编完指令后加入这两个

MARK点均可），在指令列表对话框中按“6更多”加入MARK点。

编辑此两点的坐标仅用于定位操作，下载程序后不执行此操作。在“开机画面”状态下按“MOVE”键，

焊枪会自动指向第一个MARK点，并弹出“Z轴是否下降”，请根据实际需要选择，此时定位好坐标后按

确定，焊枪会自动指向第二个MARK点，操作同第一个MARK点操作方法相同。

双MARK点定位可以修正工件因摆放的角度和位置偏差而引起的误差。

4.注意事项

4.1装机事项

1、检查控制器是否完好无损；

2、按照接线图连接好硬件后，通电前检查电源电压不要高于 24V；

3、通电后设备首先将执行复位动作；动作顺序如下：

①Z 轴应向原点方向移动，如果移动方向反了（如果是步进系统，对调电机线中的 A,A-或 B,B- 任意一

组, 如果是伺服系统，需改变伺服驱动器的方向），当感应到 Z 轴原点开关时，Z 轴停止。

②X,Y 轴开始同时移动，移动的方向应向原点方向移动，如果方向反了（同 Z 轴反向时一样处理），当

其中某轴感应到原点开关时，相应的轴将停止移动。

③当所有轴都感应到传感器时，复位动作完成。

4、用手持盒设置设备的原点，方法：在菜单项“选项”->“设备原点”，进入“设备原点位置”对话

框，请按设备实际的原点位置来进行设置。该参数是保存在手持盒中。

到此设备安装工作基本完成。实际测试还需连接气路系统进行全面调试。

4.2常见问题说明与故障排除

常见问题说明 故障排除

1、系统不复位

a)检查电源是否正常；

b)检查驱动器是否正常；

c)检测传感器状态是否正常；
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2、通信不正常

a)检查串口连接线是否损坏；

b)检查设备是否完成了复位动作；

c)设备正在工作中时，只响应部分命令“复位”、“暂停”，其它

命令不予响应。

3、设备不能启动

a) 首先看产量是否已完成，接上手持盒即可查看，如果产量已完

成，将已产量清零即可；

b)检查启动按钮是否正常，可以用手持盒来控制设备启动，来排除

此故障；

c)如果手持盒也无法启动，用手持盒从控制器中上传指令来检查控

制器中有无动作指令；

d)检查设备是否被授权，当连接手持盒，按下“启动”钮，屏幕弹

出注册对话框，则说明设备未被授权使用；

深圳市华仁电子设备有限公司

2021年 7月 23日
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